
บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 หลงัจากมีการด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินการในบทท่ี 3 แลว้ในการน าเสนอบทน้ีจะ
เป็นการเสนอขอ้มูลผลการวเิคราะห์การด าเนินงานดงัน้ี 
 
4.1  ข้อมูลผลติภัณฑ์และข้ันตอนการเลเซอร์แผ่นเวเฟอร์ซิลกิอนชิพ รุ่น ซีเอสว ี
 ในการด าเนินการคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ท าการวิจยัโดยเน้นการปรับปรุงอัตราผลผลิตของการ
เลเซอร์เวเฟอร์ซิลิกอนชิพของแผนก เลเซอร์และไดเซอร์ ของบริษทั ล าพูนซิงเดนเก็น จ ากดัตั้งอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน โดยจะด าเนินการปรับปรุงในกลุ่มชิพรุ่น ซีเอสวี ดงั
แสดงในภาพ  4.1 
 

 
 

ภาพ  4.1  ซิลิกอนชิพรุ่น ซีเอสว ี
 

4.1.1 ขอ้มูลปัจจุบนั 
 บริษัท ล าพูนซิงเดนเก็น จ ากัด มีการแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วน โดย

แบ่งเป็น 2 ส่วนการผลิตไดแ้ก่ส่วนการผลิตเพาวเ์วอร์ซัพพายท าหนา้ท่ีผลิตอุปกรณ์จ่ายแรงดนัไฟ
ตรงให้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและหมอ้แปลงไฟฟ้า  และส่วนการผลิตเซมิคอนดกัเตอร์ท าหน้าท่ีผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทไดโอด ทรานซิสเตอร์ ไอซี เอ็มซีพี  พอตต้ิง ซ่ึงงานวิจัยท่ีได้
ด าเนินการศึกษาและปรับปรุงอยู่ท่ีส่วนงานของเซมิคอนดกัเตอร์ แผนกเลเซอร์และไดเซอร์ โดยมี
พนกังานระดบัปฏิบติัการจ านวน 26 คนระดบัหัวหน้างานมีจ านวน 4 คนระดบัหัวหน้าแผนก
จ านวน 1 คน 
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4.1.2 ขั้นตอนการด าเนินการผลิต 
 การศึกษากระบวนการตดัแผน่ซิลิกอนชิพดว้ยเลเซอร์เป็นกระบวนการส่วนหน่ึงของ
การผลิตเซมิคอนดกัเตอร์โดยมีล าดบัการไหลของงานดงัน้ี งานตรวจรับแผน่เวเฟอร์จากสโตร์ งาน
เลเซอร์งานเบรคก้ิงให้ซิลิกอนชิพแยกออกจากกนั งานตรวจสอบลกัษณะภายนอกดว้ยสายตา งาน
บรรจุงานส่งมอบใหลู้กคา้ก็คือกระบวนการประกอบงาน มีขั้นตอนการท างานดงัภาพ 4.2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพ 4.2  ขั้นตอนการท างานเลเซอร์แผน่ซิลิกอนชิพ 

 

งานตรวจรับแผน่เวเฟอร์
จากสโตร์ 

งานเลเซอร์ 

งานเบรกก้ิงใหซิ้ลิกอนชิพ
แยกออกจากกนั 

งานตรวจสอบลกัษณะ
ภายนอก ดว้ยสายตา 

งานบรรจุซิลิกอนชิพ 

งานส่งมอบสินคา้ 

งานเตรียมเทป 
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4.1.3 เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการท างาน 
 เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกระบวนการเลเซอร์มีการใช้ตามการใช้งานคือ
เคร่ืองเลเซอร์ ตามภาพ 4.3 อุปกรณ์ Work Die ท่ีใชใ้นการวางแผน่เวเฟอร์ขณะท าการเลเซอร์ ตาม
ภาพ 4.4 กล้องไมโครสโคป  ตามภาพ 4.5 เคร่ืองเบรกก้ิง ภาพ 4.6 เคร่ืองตดัเทป ดงัภาพ 4.7 
อุปกรณ์เอก็แพลน ดงัภาพ 4.8  กลอ้งสโคป ดงัภาพ  4.9 
 

1) เคร่ืองเลเซอร์ 
 

                                      
 

ภาพ  4.3  เคร่ืองเลเซอร์ 
 

2) อุปกรณ์ Work Die 
 

 
  
ภาพ  4.4  อุปกรณ์ Work Die ท่ีใชใ้นการวางแผน่เวเฟอร์ขณะท าการเลเซอร์ 

 
 
 

 

Work Die B 

Work Die A 
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3) กลอ้งไมโครสโคป  ตรวจสอบความลึกของการเลเซอร์ 
 

 
 

ภาพ  4.5  กลอ้งไมโครสโคป ตรวจสอบความลึกของการเลเซอร์ 
 

4) เคร่ืองเบรกก้ิง 
                           

 
 

ภาพ  4.6  เคร่ืองเบรกก้ิง 
 

5) เคร่ืองตดัเทป 
 

  
 

ภาพ  4.7  เคร่ืองตดัเทป 
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6) อุปกรณ์เอก็แพลน   

 

 
 

ภาพ  4.8  อุปกรณ์เอก็แพลน 
 

7) อุปกรณ์กลอ้งสโคป ตรวจสอบลกัษณะภายนอก 
 

 
 

ภาพ  4.9  อุปกรณ์กลอ้งสโคป ตรวจสอบลกัษณะภายนอก 
 

4.1.4 วตัถุดิบท่ีใช ้
 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการเลเซอร์แผน่เวเฟอร์ซิลิกอนชิพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1) วตัถุดิบหลกัท่ีใชไ้ดแ้ก่ แผน่เวเฟอร์ รุ่น ซีเอสว ี
2) วตัถุดิบรองท่ีใชไ้ดแ้ก่เทป Protection Tape รุ่น SPV - AL – 300    
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4.2 การศึกษากระบวนการผลติ ดงัภาพ 4.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  4.10  ล าดบัขั้นตอนของการเลเซอร์เวเฟอร์ 
 

4.3  การศึกษารายละเอยีดขั้นตอนการผลติ 
ในการศึกษาขั้นตอนการผลิตผูว้ิจยัท าการศึกษาตามการท างานแต่ละขั้นตอนและศึกษา

เวลามาตรฐานของแต่ละขั้นตอนโดยการจบัเวลามีรายละเอียดดงัน้ี 
4.3.1 ขั้นตอนการงานตรวจรับแผ่นเวเฟอร์จากสโตร์เป็นการเร่ิมตน้จากการรับแผนการ

ผลิตจากแผนกควบคุมการผลิตหลงัจากนั้นจึงท าการเบิกเวเฟอร์ตามแผนท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะไดรั้บเว
เฟอร์จากแผนกควบคุมวตัถุดิบท่ีบรรจุมาใหต้ามลกัษณะดงัภาพ 4.11 เพื่อน าเวเฟอร์มาจดัเตรียมเขา้ 

 
 
 
 
 

ภาพ  4.11  การเตรียมแผน่เวเฟอร์ 

งานตรวจรับแผน่เวเฟอร์ 
จากสโตร์ งานเลเซอร์ 

งานเบรกก้ิงใหซิ้ลิกอนชิพ
แยกออกจากกนั 

งานตรวจสอบลกัษณะ
ภายนอก ดว้ยสายตา 

งานบรรจุซิลิกอนชิพ งานส่งมอบสินคา้ 
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กระบวนการเลเซอร์ โดยการหยิบแผน่เวเฟอร์ชิพจากตูจ้ดัเก็บ แกะเทปท่ีติดกล่อง บรรจุ ออก และ
นบั จ านวนเวเฟอร์ให้ครบตามจ านวนท่ีระบุใน Lot control sheet โดยกล่องท่ีเป็นเวเฟอร์ปกติจะ 
แพคดว้ยเทปสีน ้ าเงินส่วนเวเฟอร์ ท่ีมีจ  านวนชิพ ไม่เต็มแผน่จะแพคดว้ยเทปสีขาว หลงัจากนั้นท า
การตรวจเช็คหมายเลขล๊อตและจ านวนงานท่ีระบุในป้ายลาเบลตรงกนักบัหมายเลขล๊อตท่ีระบุในใบ 
Lot control sheet และท าเคร่ืองหมาย ถูก  ท่ีใบ Lot control sheet 

4.3.2 ขั้นตอนการงานเลเซอร์ เป็นขั้นตอนการท างานหลกัของกระบวนการเป็นการตดั
แผน่เวเฟอร์โดยจะท าการตดังานดา้นหลงัของแผน่เวเฟอร์ตามร่องท่ีก าหนดโดยให้ตดัแกน X ท่ี 1 
ต่อ 1 แกน Y ท่ี 1 ต่อ 3  เพื่อให้การชิพแยกจากกนัตามมาตรฐานก าหนด ดงัภาพ  4.12  หลงัจากนั้น
น าแผน่เวเฟอร์ท่ีเลเซอร์แลว้มาวางบนเทปเพื่อน าไปเขา้ขั้นตอนการเบรกก้ิง 
 

 
                  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ  4.12  ขั้นตอนการงานเลเซอร์ 

1 
3 

1 1 

CHIP 

CENTER ALINEMANT 

แนวการตดัร่องแผน่เวเฟอร์ชิพ 
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4.3.3  งานเบรกก้ิงให้ซิลิกอนชิพแยกออกจากกนัเป็นขั้นตอนท่ีรับงานจากเวเฟอร์แลว้โดย
น างานเขา้เคร่ืองเบรคก้ิงเพื่อให้โรเรอร์ทบัลงบนแผ่นเวเฟอร์ดา้นหน้า เคร่ืองจะท าการแยกให้เว
เฟอร์แตกออกจากกนัเป็นช้ินๆ ใหก้ลายเป็นซิลิกอนชิพ ดงัภาพ 4.13 

 

 

 
 

ภาพ  4.13  งานเบรกก้ิง 
 

4.3.4  งานตรวจสอบลกัษณะภายนอก ดว้ยสายตา เป็นขั้นตอนท่ีน าซิลิกอนท่ีแยกออกจาก
กนัแล้วมาขยายให้ตวัซิลิกอนชิพอยู่ห่างกนัด้วยอุปกรณ์เอ็กแพลนเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ 
หลงัจากนั้นจะตรวจสอบดว้ยสายตาโดยใช้กลอ้งสโคปขยายขนาด 15 เท่าข้ึนไป เพื่อท าการแยก
ของดี ของเสียทางภายนอกออกจากกนั ดงัภาพ  4.14 

 

 
 

ภาพ  4.14  งานตรวจสอบลกัษณะภายนอก 
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4.3.5  งานบรรจุซิลิกอนชิพ เป็นขั้นตอนท่ีน าซิลิกอนชิพมาบรรจุลงในกล่องพลาสติกและ

ก าหนดปริมาณตามจ านวน ของหมายเลขล๊อตชิพก าหนดมาตั้งแต่เขา้กระบวนการรับวตัถุดิบหลงั
จากนั้นติดป้ายลาเบล และบนัทึกขอ้มูลการผลิตในใบ lot control sheet  ดงัภาพ  4.15 

 

 
 

 
 

ภาพ  4.15  งานบรรจุซิลิกอนชิพ 
 

4.3.6  งานส่งมอบสินคา้เป็นขั้นตอนท่ีน างานท่ีบรรจุแล้วส่งกลบัคืนให้แผนกจดัเตรียม
วตัถุดิบเพื่อน าส่งใหฝ่้ายประกอบงานเป็นผลิตภณัฑเ์ซมิคอนดกัเตอร์ต่อไป ดงัภาพ 4.16 

     

 
 

ภาพ  4.16  งานส่งมอบสินคา้ 
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4.4  การศึกษาข้ันตอนการท างานด้วยแผนภูมิแท่งและแผนภูมิกระบวนการผลติ 

4.4.1 ไดท้  าการศึกษาถึงขั้นตอนการท างานโดยใชแ้ผนภูมิแท่ง เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์
ขั้นตอนในการปฏิบติังาน เพื่อหากระบวนการท่ีเป็นคอขวดหรือปริมาณการผลิตต ่าท่ีสุด ดงัภาพ 
4.17 ซ่ึงพบว่ากระบวนการท างานเลเซอร์ไดป้ริมาณการผลิตต่อวนัต ่ากวา่กระบวนการตรวจสอบ
ภายนอกและกระบวนการประกอบงาน 

 

ปริมาณการผลิตต่อวนั

1,800

3,000
2,400

500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500

เลเซอร ตรว สอ ลัก ณ  า นอก ปร กอ  าน

(แผ่น)

 
 

ภาพ  4.17  ปริมาณการผลิตในแต่ละกระบวนการ 
 
4.4.2 น ากระบวนการเลเซอร์ มาท าการวิ เคราะห์การปฏิบัติงานโดยใช้แผนภู มิ

กระบวนการผลิต (Process Flow Chart) เพื่อให้สามารถเห็นเวลาในการท างานแต่ละขั้นตอนยอ่ย 
ตามภาพ 4.18 และน าแผนภูมิเวลา (Time Chart) มาใชใ้ห้เห็นภาพและเวลาท่ีใชใ้นการท างานใน
แต่ละขั้นตอนการท างาน ดงัภาพ 4.19 หลงัจากนั้นไดน้ าขอ้มูลมาจดัเรียงล าดบั 7 ขั้นตอนจาก
กระบวนการเลเซอร์โดยใชแ้ผนภูมิแท่ง (Bar Chart) ดงัแสดงในภาพ 4.20 เพื่อท่ีจะไดน้ าขั้นตอน
เหล่าน้ีมาท าการปรับปรุงแกไ้ขใหเ้วลาการท างานท่ีสูญเปล่าลดลง 
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การท างาน

การเคล่ือนท่ี

การตรวจสอบ

การรอคอย

การเก็บรักษา

ระยะทาง (เมตร) เวลา (วินาที) ขั้นตอนท่ี 

195 1 ตรว เช็คเคร่ือ  กัร 

752 2  นัทึกการตรว เช็ค

10 3 ห  ิแผน่เวเฟอร  ากสต๊อคตามแผนการผลิตก าหนด

304 4 ตรว สอ ชนิดหมา เลขล๊อต   านวน ตามแผนการผลิตก าหนด

168 5  นัทึกล ในเอกสารเช็คชีต

1 111 6 น าแผน่เวเฟอร มา ดัเตรี มท่ีพ้ืนท่ีรอเลเซอร 

20 7 เลือกโปรแกรมตามชนิดขอ เวเฟอร 

5 8 ห  ิแผน่เวเฟอร วา  น work die

6 9 กดเลือกปุ่ ม Center

5 10 กดเลือกปุ่ ม ALINE

16 11 กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้อ แผน่เวเฟอร ว่ิ เป็นเสน้ตร 

100 12  ดัแนวการตดั

20 13 กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้อ แผน่เวเฟอร ว่ิ เป็นเสน้ตร 

6 14 ฝาครอ เร่ิมปิด

2 15 กดเลือกปุ่ ม Start

84 16 เคร่ือ เร่ิมตดัช้ิน าน

11 180 17 น า านไปตรว สอ ก่อนเร่ิม านนอกพ้ืนท่ี

1,845 18 ตรว วดัความลึกขอ เลเซอร ด้ว กล้อ ไมโครสโคป

162 19  นัทึกผลการตรว วดัในเอกสาร

11 10 20 น า านหล ัตรว สอ กล ัไปท่ีกร  วนการเลเซอร 

4 21 ห  ิเทปแล้ว ติดท ั นแผน่เวเฟอร 

5 22 ใช้พฟัเช็ด นแผน่เวเฟอร 

 109 23 น า าน ากพ้ืนท่ีหล ัการตดัส่ ไปการเ รคก้ิ 

98 24  นัทึกผลการท า านใน lot control sheet

สญัลกัษณ์

410

2,040

0

เวลาท่ีใช้ในวิธีการเดิม

สรุปผล

เวลาท่ีใช้ใน

วิธีการใหม่

1,767

เวลา (วินาที)

ระยะทาง (เมตร)

0

23

4,217

ค าอธิบายการท างาน

 
 

ภาพ  4.18 แผนภมิูกระบวนการผลิตเลเซอร์ 
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ค าอธิ า การท า าน เวลา (วินาที) 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400

ตรว เช็คเคร่ือ  กัร 195

 นัทึกการตรว เช็ค 752

ห  ิแผน่เวเฟอร  ากสต๊อคตามแผนการผลิตก าหนด 10

ตรว สอ ชนิดหมา เลขล๊อต   านวน ตามแผนการผลิตก าหนด 304

 นัทึกล ในเอกสารเช็คชีต 168

น าแผน่เวเฟอร มา ดัเตรี มท่ีพ้ืนท่ีรอเลเซอร 111

เลือกโปรแกรมตามชนิดขอ เวเฟอร 20

ห  ิแผน่เวเฟอร วา  น work die 5

กดเลือกปุ่ ม Center 6

กดเลือกปุ่ ม ALINE 5

กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้อ แผน่เวเฟอร ว่ิ เป็นเสน้ตร 16

 ดัแนวการตดั 100

กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้อ แผน่เวเฟอร ว่ิ เป็นเสน้ตร 20

ฝาครอ เร่ิมปิด 6

กดเลือกปุ่ ม Start 2

เคร่ือ เร่ิมตดัช้ิน าน 84

น า านไปตรว สอ ก่อนเร่ิม านนอกพ้ืนท่ี 180

ตรว วดัความลึกขอ เลเซอร ด้ว กล้อ ไมโครสโคป 1,845

 นัทึกผลการตรว วดัในเอกสาร 162

น า านหล ัตรว สอ กล ัไปท่ีกร  วนการเลเซอร 10

ห  ิเทปแล้ว ติดท ั นแผน่เวเฟอร 4

ใช้พฟัเช็ด นแผน่เวเฟอร 5

น า าน ากพ้ืนท่ีหล ัการตดัส่ ไปการเ รคก้ิ 109

 นัทึกผลการท า านใน lot control sheet 98

 ก่อนปรั ปรุ หล ัปรั ปรุ 
 

 

ภาพ  4.19  แผนภูมิเวลาของขั้นตอนการเลเซอร์
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2,007

946

472

180 146 108.5 100
0

500

1000

1500

2000

2500

ตรว วัดความลึก
ขอ เลเซอร   ันทึก

ผล

ตรว เช็คเคร่ือ  ักร 
  ันทึกการ
ตรว เช็ค

ตรว สอ  ชนิด lot 
no. + ันทึกใน

เอกสาร check sheet

น า านไปตรว สอ 
ก่อนเร่ิม านนอก

พื้นท่ี

น า าน ากพื้นท่ีหลั 
การตัดส่ ไปการ

เ รคก้ิ 

น าแผ่นเวเฟอร มา
 ัดเตรี มท่ีพื้นท่ีรอ

เลเซอร 

 ัดแนวการตัด

วินาที                                      

 
ภาพ  4.20  แผนภูมิแท่ง  

 
4.5 ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในข้ันตอนการท างาน 

จากการเขา้ไปศึกษาและวิเคราะห์การท างานในกระบวนการ พร้อมประชุมกบัหวัหนา้งาน
ผูจ้ดัการแผนก เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาจากขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

4.5.1 ปัญหาขั้นตอนการท างานซ ้ าซ้อนจากการสังเกตพบว่าพนักงานในขั้นตอนการ
ตรวจสอบเคร่ืองจกัรมีหลายหวัขอ้ในการตรวจสอบ และบางหวัขอ้การตรวจเช็คของพนกังานมี 
ความซ ้ าซ้อนกบัการตรวจเช็คของแผนกซ่อมบ ารุงและบางหัวขอ้พนกังานตอ้งใช้เวลาในการหา
ต าแหน่งหรือจุดตรวจสอบท าให้เกิดการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็นตามภาพ 4.21 

4.5.2 ขั้นตอนในการตรวจสอบหมายเลขล๊อตซ่ึงเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีใช้เวลานานโดยมี
วิธีการท าคือพนักงานน าแผ่นเวเฟอร์ชิพออกจากตูจ้ดัเก็บท าการแกะเทปท่ีติดกล่องบรรจุแผ่นเว
เฟอร์ชิพออกมานบัแผน่เวเฟอร์ชิพให้ ครบตามจ านวนท่ีระบุบนป้ายลาเบล ตามภาพ 4.22 จ านวน
แผ่นเวเฟอร์ชิพท่ีระบุในป้ายลาเบล ตอ้งตรงกบัหมายเลขล๊อตท่ีระบุในใบ Lot control sheet 
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หลงัจากนั้นให้จดัเก็บแผน่เวเฟอร์ชิพไวใ้นตูเ้ตรียมน าไปเลเซอร์ ขั้นตอนดงักล่าวเป็นขอ้ก าหนดท่ี
ตอ้งตรวจสอบตามสัญญาระหวา่งบริษทักบัผูผ้ลิตแผน่เวเฟอร์ชิพ 

 

ต ำแหน่ง วิธีกำร มำตรฐำน ก ำหนด
Position Method Standard Run Stop บันทกึผล

A. GLASS  COVER LEND LOOKING ไม่มีฝุ่น D
N

B. ชุด WORK DIE A LOOKING  - ไม่มีฝุ่น D
 - มือจบั  - ชุด Work die อยู่ในต าแน่ง N

c. พฟัเช็ด Wafer LOOKING  - ไม่มีส่ิงแปลกปลอมติด หรือสกปรก D
 - ใชมื้อสมัผสั  - รอยชีกขาด N

1. WATER  IN LOOKING 1 - 3 kg/cm2 D
N

2. WATER OUT LOOKING 1 - 3 kg/cm2 D
N

3. WATER TEMP  IN LOOKING ≤ 20˚C D
N

4.. COUNTER ARC LAMP LOOKING ≤ 5,000 H D
N

5. SW. LASER CONSOLE LOOKING ON D
   PANEL N
6. SW. SHUTTER LOOKING EXT. D

N
7. CURRENT ADJ. LOOKING INT. D

N
8. SW. MULTIMETER LOOKING M/C 1-3 = MAX 22.5 A D
   ( CURR ) M/C 4-5 = MAX 40 A N
9. LASER POWER LOOKING ≥ 4 W D

N
10. PULSE REPATITION LOOKING 2 x 10X, 0 x 1KHZ D

N
11. FUNCTION LOOKING ON D

N
12. TEMPERATURE LOOKING  25-35 ˚C D
     CONTROLER N
13. PRIMARY WATER LOOKING M/C 1-3 = 2-4 Kg/ cm2 D
     PRESSURE GAUGE M/C 4-5 = 0.15-0.5 Mpa N
14. PREESURE GAUGE LOOKING M/C 1-2 = 10-50 cmHg D
     VACUUM PUMP (VAC ) M/C 3-5 = 10-50 Kpa N
15. PRESSURE GAUGE LOOKING M/C 1-3 = 3-5 kg/cm2 D
     ( CDA ) M/C 4-5 = 0.3-0.6 Mpa N
16. SW CONTROL COVER LOOKING ON D

N
17. น ้าหล่อเย็น LOOKING LEVEL OK/NG D

N
18. LASER LAMP LOOKING ON D

N
D
N
D
N

● OK/NG

●

  ช่ือเคร่ืองจักร : LASER   CUT   ประเภทเคร่ืองจักร : เคร่ืองตัด CHIP

STEP M/C

Sh
ift

● OK/NG

● OK/NG

● คา่ตวัเลข

● คา่ตวัเลข

● คา่ตวัเลข

● คา่ตวัเลข

● OK/NG

● OK/NG

● OK/NG

● คา่ตวัเลข

● คา่ตวัเลข

● OK/NG

● OK/NG

● คา่ตวัเลข

● คา่ตวัเลข

● OK/NG

● คา่ตวัเลข

● คา่ตวัเลข

REVIEW BY ( ตรวจโดย )

● OK/NG

CHECK BY ( ตรวจเช็คโดย )

 

ภาพ  4.21  การตรวจเช็คเคร่ืองจกัร 
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ภาพ  4.22  การตรวจเช็คหมายเลขล๊อตเทียบกบัป้ายลาเบล 

 
4.5.3 ปัญหาขั้นตอนการน าแผ่นเวเฟอร์ชิพมาจดัเตรียมท่ีเคร่ืองจกัรเพื่อรอการเลเซอร์

หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบความลึกของการเลเซอร์ผ่านการตามมาตรฐานก าหนด พบว่า
ขั้นตอนดงักล่าวสูญเสียเวลาการรอคอยของการท างานท่ีขั้นตอนการเลเซอร์ เน่ืองจากไม่สามารถ
เร่ิมงานเลเซอร์ไดท้นัทีหลงัจากการตรวจสอบความลึกของเลเซอร์แลว้ ซ่ึงขั้นตอนการท างานคือ น า
แผน่เวเฟอร์ชิพท่ีจดัเก็บไวใ้นพื้นท่ีตูเ้ตรียมแผน่เวเฟอร์ชิพเพื่อน าไปเลเซอร์ น ามาแกะเทป  ท่ีกล่อง
บรรจุออก หลงัจากนั้นน าแผน่เวเฟอร์ออกมาจดัเรียงและน ามาวางไวท่ี้พื้นท่ี ท่ีระบุวา่ ก่อนเลเซอร์
คดั บริเวณบนเคร่ืองจกัรเลเซอร์ทุกๆเคร่ืองดงัรูปภาพ 4.23 

                                     
 

ภาพ  4.23  การจดัเตรียมแผน่เวเฟอร์ชิพท่ีพื้นท่ีก่อนเลเซอร์ 
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4.5.4 ปัญหาขั้นตอนการท างานท่ีมีการใชเ้วลานานจากการสังเกตพบวา่ขั้นตอนการน างาน
ไปตรวจสอบความลึกของเลเซอร์ด้วยกล้องไมโครสโคป จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและ
บนัทึกผลการตรวจสอบทุกเคร่ืองก่อนเร่ิมงาน ซ่ึงเคร่ืองจกัรจะไม่สามารถเร่ิมท างานไดถ้า้ผลการ
ตรวจสอบยงัไม่ไดต้ดัสินว่าความลึกไดอ้ยู่ในมาตรฐานท่ีก าหนดหรือไม่ ดงันั้นจะเกิดการรอคอย
ของเคร่ืองจกัร ดงัภาพ 4.24  

1. การตรว เช็ค Wafer   ตรว สอ ใตก้ลอ้ ทั้ แกน X , Y 5  ุด ด ัน้ี

2. หักขอ  Wafer แนวแกน X , Y โด ตรว สอ ใตก้ลอ้ ทั้ แกน X , Y

3. หักคร่ึ  Wafer ตามแนวแกน X เป็น 2 ส่วน

4. หักคร่ึ  Wafer ส่วนท่ี 1 เพ่ือตรว สอ ความลุก ุด Center X

5. น า Chip ท่ีหักตรว สอ  แกน X กล ัมาตรว สอ  ุด Center Y อีกคร้ั 

6.  นัทึดคา่ท่ีวดัไดล้ ในเอกสารการ นัทึกการวดัคา่ความลึก Laser cut ใตก้ลอ้  Microscope 
   (WI-PRD3-0001/FM07) แล  นัทึกคา่ในเอกสาร Limit control chart (SO-QA1-0004/FM04)

วิธีการวดัความลึกใตก้ลอ้  Microscope 

4 = X,Y

3 = X ,Y

2 = X,Y

1 = X,Y

5 = X,Y

Y

X

Y

X

1

2

Y

X1

2

X

1
4

5

3

2

1

Y

X

1

2 Y

 
 

ภาพ  4.24  การตรวจสอบความลึกของการตดัแผน่เวเฟอร์ 
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4.5.5 ปัญหาขั้นตอนการท างานท่ีมีการใช้เวลานานจากการสังเกตพบว่าขั้นตอนการจบั
แนวตัด จะใช้ความช านาญพนักงานในการปฏิบติังานในขั้นตอนน้ี ซ่ึงพบว่าต้องใช้เวลานาน
ส าหรับพนกังานใหม่หรือส าหรับพนกังานขั้นตอนอ่ืนๆท่ีเขา้มาท างานแทนซ่ึงมีความช านาญนอ้ย
กวา่พนกังานท่ีประจ า ในการจดัแนวตดัตอ้งให้สัมพนัธ์กบัแนวแกนการตดั แกนX และแกน Y ซ่ึง
ถา้มีการจดัแนวการท่ีไม่ดี มีผลกระทบท าใหแ้นวการตดัผดิพลาดได ้และงานจะเป็นของเสียได ้ 
ลกัษณะของแนวการตดัดงัภาพ 4.25 

 
 

ภาพ  4.25  การจดัแนวตดั 
 

4.6 การศึกษาเวลาในการท างานของขั้นตอนการเลเซอร์ 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาหาเวลามาตรฐานโดยท าการศึกษาเฉพาะการเลเซอร์ดว้ยการจบัเวลา
ในแต่ละขั้นตอนของการท างานขั้นตอนละ 10 คร้ังค านวณหาค่าเฉล่ียโดยใช้หน่วยในการจบัเวลา
เป็นวินาที โดย การหาจ านวนรอบเวลาก่อนการปรับปรุงจากการจบัเวลาขั้นตอนการเลเซอร์ไดค้่า
ดงัน้ี 
 
ตาราง  4.1  รอบเวลาขั้นตอนการเลเซอร์ก่อนการปรับปรุง 

หน่วย : วนิาที 

เฉล่ียรอบเวลาเท่ากบั 4,217 วนิาที 
 

 

รอบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

การ 

เลเซอร์ 
4,143 4,088 4,312 4,282 4,100 4,249 4,242 4,178 4,309 4,217 
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ตาราง  4.1  รอบเวลาขั้นตอนการเลเซอร์ก่อนการปรับปรุง (ต่อ) 
หน่วย : นาที 

เฉล่ียรอบเวลาเท่ากบั 70  นาที 
 

ก าหนดให้จ  านวนรอบในการจับเวลาท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % และความคลาดเคล่ือน 
±5% รายละเอียดการค านวณรอบในการจบัเวลา 
    R = H-L 
   = 72 – 68 
   = 4 นาที 
  X  = 

10

700.  

   = 70.3 นาที 

  
X
R

 = 
70

4  

   = 0.06 นาที 

จากตารางท่ีขนาดตวัอยา่งเป็น 10 และค่า 
X
R

= 0.06 จากนั้นใหดู้ตาราง 4.2 การอ่านค่า N 

จากค่า 
X
R
จะไดจ้  านวนคร้ังท่ีตอ้งจบัเวลานอ้ยกวา่ 10 รอบคือไม่ถึง 0.1 ผลท่ีไดจ้ากการค านวณรอบ

การจบัเวลากรณีจ านวนรอบท่ีไดน้อ้ยกวา่ 10 รอบแสดงเห็นวา่การจบัเวลาท่ีจ านวน 10 รอบท่ีจบัมา
นั้นสามารถน าขอ้มูลไปใชค้  านวณเวลาเฉล่ียได ้โดยมีระดบัความเช่ือมัน่มากกวา่ 95 % สรุปวา่การ
จบัเวลาขอ้มูลท่ี 10 ค่านั้นเพียงพอต่อการใชใ้นสรุปผลก่อนและหลงัการปรับปรุง  

 
 
 
 
 

รอบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
เวลา 
เฉล่ีย 

การ 
เลเซอร์ 

69 68 72 71 68 71 71 69 72 71 70 
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ตาราง  4.2  การอ่าน N จากค่า 
X
R

 

X
R

 
ขอ้มูลตวัอยา่ง 

X
R

 
ขอ้มูลตวัอยา่ง 

X
R

 
ขอ้มูลตวัอยา่ง 

5 10 5 10 5 10 
.10 3 2 .42 52 30 .74 162 93 
.12 4 2 .44 57 33 .76 171 98 
.14 6 3 .46 63 36 .78 180 103 
.16 8 4 .48 68 39 .80 190 108 
.18 10 6 .50 74 42 .82 199 113 
.20 12 7 .52 80 46 .84 209 119 
.22 14 8 .54 86 49 .86 218 125 
.24 17 10 .56 93 53 .88 229 131 
.26 20 11 .58 100 57 .90 239 138 
.28 23 13 .60 107 61 .92 250 149 
.30 27 15 .62 114 65 .94 261 156 
.32 30 17 .64 121 69 .96 273 162 
.34 34 20 .66 139 74 .98 284 169 
.36 38 22 .68 137 78 1.0 296  
.38 43 24 .70 145 83  
.40 47 27 .72 153 88 

 
4.7 ข้ันตอนการปรับปรุงการท างานด้วยแผนภูมิกระบวนการผลติ 
 จากการใชแ้ผนภูมิกระบวนการผลิต (Process chart) ตรวจสอบและวิเคราะห์ขั้นตอนการ
เคล่ือนไหวในการปฏิบติังานเพื่อหาจุดท่ีท างานล่าช้าและท างานท่ีซ ้ าซ้อนอนัจะท าให้เกิดการใช้
เวลาในการท างานนานดว้ยวิธีการท่ีจะท าให้งานนั้นง่ายข้ึนเช่น การรวมขั้นตอนการปฏิบติังานเขา้
ดว้ยกนัเพื่อลดเวลาการท างานและลดขั้นตอนการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็นในการสังเกตและวิเคราะห์
แผนภูมิกระบวนการผลิตพบวา่ในวิธีการท างานมีการท างานท่ีซ ้ าซ้อนท าให้เกิดความสูญเปล่าของ
เวลาและการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีไม่จ  าเป็น จึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดการรอคอยการท างานโดยมี
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สาเหตุมาจากแต่ละขั้นตอนการท างานไม่มีการก าหนดวิธีการท างานท่ีเหมาะสมโดยไดแ้สดงใน
รายละเอียดการวเิคราะห์ขั้นตอนการท างานโดยอธิบายไดด้งัน้ี 

4.7.1 ได้ท าการการวิเคราะห์การท างานด้วยการน าล าดับขั้นตอนในการท างานท่ีใช้
เวลานานจากขอ้มูลท่ีแสดงในภาพ 4.20  มาท าการคดัเลือกปัญหาเพื่อท่ีจะน าปัญหานั้นเขา้สู่วิธีการ
แกไ้ขปรับปรุงดว้ยการใช้เทคนิค Why Why Analysis มาช่วยในการวิเคราะห์ตดัสินใจตามตาราง 
4.3 
ตาราง  4.3 การคดัเลือกปัญหาเพื่อตดัสินใจท าการแกไ้ขปรับปรุง 

 
 
 
 
ปัญหา
ขั้นตอน
การ

เลเซอร์ท่ี
ใช้

เวลานาน 

ขั้นตอนที่เป็นปัญหา ท าไม 1 ท าไม 2 ผลการ
ตัดสินใจ 

ตรวจเช็คเคร่ืองจกัร และ ตอ้งการยนืยนัการ
ท างานของเคร่ือง 

คุณภาพของงาน 
แกไ้ข 1 

บนัทึกการตรวจเช็คล่าชา้ 
ตรวจสอบ ชนิด หมาย
เลขล๊อต จ านวน ตามแผน 
การผลิตก าหนด และ 

เป็นวธีิการก าหนด
เพื่อความถูกตอ้ง
ของงาน 

สามารถสอบกลบั
ปัญหาเพื่อสามารถ
ร้องเรียนไปยงัผูผ้ลิต
เวเฟอร์ได ้

ไม่แกไ้ข 

บนัทึกในเอกสารเช็คชีต  
น าแผน่เวเฟอร์มาจดัเตรียมท่ี
พื้นท่ีรอเลเซอร์ตอ้งรอผล
การวดัความลึกของรอยตดั 

เป็นวธีิการท างานท่ี
เขียนใหป้ฏิบติั 

เป็นการก าหนด การ
ท างานทีละขั้นตอน แกไ้ข 2 

น างานไปตรวจสอบก่อน
เร่ิมงานนอกพื้นท่ี ท่ีระยะ
ทางไกล 

ก าหนดไวเ้น่ืองจาก
ขอ้จ ากดัของพื้นท่ี 

เป็นการใชพ้ื้นท่ี
ท างานร่วมกนั 

ไม่แกไ้ข 

ตรวจวดัความลึกของ เล 
เซอร์ดว้ยกลอ้งไมโครสโคป 
และบนัทึกผลการตรวจวดั
ในเช็คชีตใชเ้วลานาน 

ตอ้งการยนืยนั
คุณภาพของการ
ท างาน 

เป็นการติดตาม
ความแปรปรวนใน
กระบวนการ แกไ้ข 3 

จดัแนวการตดัท่ีใชเ้วลา
ปฎิบติันาน 

เพื่อใหก้ารตดัของ
เคร่ืองถูกตอ้ง 

คุณภาพของงาน 
แกไ้ข 4 

น างานจากพื้นท่ีหลงัการตดั
ส่งไปการเบรคก้ิง 

ก าหนดการท างาน
ตามขอ้ก าหนด 

- 
ไม่แกไ้ข 
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4.7.2 ทำ าการตดัสินใจเลือกปัญหาท่ีขั้นการการท างานท่ีนานมาปรับปรุงแก้ไขโดยได้

น าเอาเทคนิค ECRS มาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขในขอ้ท่ีระบุตดัสินใจเลือก แกไ้ข 1 ถึง แกไ้ข 4 จาก
ตาราง 4.3 

 การแกไ้ขท่ี 1 จากขั้นตอนการตรวจสอบเคร่ืองจกัรท่ีมีความล่าชา้ตามตาราง  4.4 ไดท้  าการ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานใหม่โดยน าหลกัการ ขจดัออก (Eliminate) มาทบทวนวา่สามารถยกเลิก 
หรือตดัหวัขอ้ท่ีไม่จ  าเป็นออกไป ขณะเดียวกนัไดน้ าหลกัการ ECRS คือ การผสม (Combine) มาใช้
โดยไดร้วมงานการตรวจสอบเคร่ืองจกัรกบัแผนกซ่อมบ ารุงโดยก าหนดให้แผนกซ่อมบ ารุงท าการ
ตรวจเช็คแทน ดังนั้นสามารถลดจ านวนหัวข้อการตรวจเช็คเคร่ืองจกัร ด้วยหลักการขจดัออก 
(Eliminate) และหลกัการ ผสม(Combine) จาก 21 หวัขอ้ เป็นการตรวจเช็คเคร่ืองจกัรเพียง 13 หวัขอ้ 
ท าใหล้ดหวัขอ้การตรวจเช็คลง 8 หวัขอ้และลดเวลาการบนัทึกการตรวจเช็คเคร่ืองจกัรดงัแสดงเป็น
แผนภูมิการท างานหลงัการแกไ้ขท่ี 1 ตามภาพ 4.28 
ตาราง  4.4 แนวทางการแกไ้ขและเทคนิคท่ีน ามาปรับปรุงขั้นตอนการเลเซอร์ ( การแกไ้ขท่ี 1 )  

ปัญหา 

เทคนิคและ
เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการ
ปรับปรุง 

แนวการแกไ้ข 
(จากหวัขอ้การตรวจเช็คจาก

ภาพ 4.21) 
การปรับปรุงแกไ้ข 

การตรวจเช็ค
เคร่ืองจกัรมี
ความล่าชา้ 

  การผสม      
( Combine)  
 
 
 

 
รวมหวัขอ้การตรวจเช็คหวัขอ้ท่ี 
17. น ้าหล่อเยน็ กบัเอกสาร 
Maintenance  Check โดยทาง
ฝ่ายซ่อมบ ารุงจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบตรวจสอบระบบ
ประจ าเดือน 
 
 
 
 
 

 
ใหท้ าการตรวจสอบขณะ
ปฏิบติังาน เน่ืองจากเม่ือระบบ
น ้าหล่อเยน็จะมีสัญญาณไฟ
แจง้เตือนวา่ Alarm cool เม่ือ
ระบบน ้าไม่อยูใ่นมาตรฐาน
เพื่อแจง้ให้หยดุการท างานของ
เคร่ืองจกัร 
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ตาราง  4.4 แนวทางการแกไ้ขและเทคนิคท่ีน ามาปรับปรุงขั้นตอนการเลเซอร์ (การแกไ้ขท่ี 1) (ต่อ) 

ปัญหา 

เทคนิคและ
เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการ
ปรับปรุง 

แนวการแกไ้ข 
(จากหวัขอ้การตรวจเช็คจาก

ภาพ 4.21) 
การปรับปรุงแกไ้ข 

การตรวจเช็ค
เคร่ืองจกัรมี
ความล่าชา้ 

ขจดัออก 
(Eliminate) 

1.ยกเลิกตรวจเช็คหัวขอ้ C.คือ 
เช็คพฟัเช็ด Wafer  
 
 
2. ยกเลิกตรวจเช็ค หวัขอ้ท่ี 5 
SW. LASER CONSOLE  
หวัขอ้ท่ี 6  SW. SHUTTER
หวัขอ้ท่ี 7 CURRENT ADJ.  
หวัขอ้ท่ี 11 FUNCTION  
หวัขอ้ท่ี 16  SW CONTROL 
COVER 
 
3. ยกเลิกหัวข้อท่ี 10  PULSE 
REPATITION 

1.ระบุไวใ้หท้  าเช็คก่อนใชง้าน
ทุกๆ คร้ังตามวธีิการท างาน
ก าหนดไว ้
 
2.สวติช์ เปิดระบบท่ีใชบ้งัคบั
การท างานของเคร่ืองจกัร จะ
ไม่ท างานเม่ือทุกระบบของ
เคร่ืองจกัรยงัเปิดไม่ครบซ่ึง
สามารถทดสอบขณะเร่ิมใช้
งานได ้ 
 
 
3. เป็นหวัขอ้ท่ีมีใหเ้ลือกช่อง
เฉพาะ PULSE REPATITION  
เท่านั้นจึงไม่จ าเป็นตอ้ง
ก าหนดใหเ้ลือกใชง้าน 
 
 
 

 
การแกไ้ขท่ี 2 ในขั้นตอนการน าแผน่เวเฟอร์มาจดัเตรียมใน พื้นท่ีเลเซอร์เป็นขั้นตอนท่ีจะ

เร่ิมท างานหลงัจากทราบผลการตรวจสอบความลึกของการตดัไดค้่าตามมาตรฐานก าหนดก่อน ซ่ึง
จะสามารถท างานในขั้นตอนน้ีได้ และเม่ือทราบผลการตรวจสอบเคร่ืองจกัรก็ยงัไม่สามารถท่ีจะ
ท างานได ้ตอ้งรอการท างานในขั้นตอนดงักล่าวเช่นกนั จึงท าให้เกิดปัญหาการรอคอยในขั้นตอนน้ี 
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ดงันั้นจึงมีการปรับปรุงโดยใช้หลกัการ ECRS คือปรับเปล่ียน (Rearrange) ดงัแสดงในตาราง 4.5
โดยการจดัเรียงขั้นตอนการท างานใหม่นัน่คือการเตรียมนอกเพื่อให้ลดเวลาการรอคอยได ้และลด
เวลาช่วงท่ีท าการหยบิแผน่เวเฟอร์มาจดัเตรียมใน พื้นท่ีรอเลเซอร์ และไดแ้สดงผลการปรับปรุงเป็น
แผนภูมิการท างานหลงัการแกไ้ขท่ี 2 ในภาพ 4.29 
 
ตาราง  4.5 แนวทางการแกไ้ขและเทคนิคท่ีน ามาปรับปรุงขั้นตอนการเลเซอร์ (การแกไ้ขท่ี 2) 

ปัญหา 
เทคนิคและ
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการปรับปรุง 

แนวการแกไ้ข การปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนการ
น าแผน่เว
เฟอร์มา

จดัเตรียมท่ี
พื้นท่ีรอผล
เช็คความลึก
ของเลเซอร์ท่ี

นาน 

 ปรับเปล่ียน 
(Rearrange)  
 
 

จดัเรียงขั้นตอนการท างาน
ใหม่ 

1.ช่วงเวลาท่ีมีการรอขั้นตอนการ
ตรวจสอบความลึกของเลเซอร์ให้
ด าเนินการท าขั้นตอนการจดัแผน่
เวเฟอร์มาจดัเตรียมไวพ้ื้นท่ีรอ
เลเซอร์ (Before LASER) 
 
2.ผลการตรวจสอบความลึกของ
เลเซอร์ผา่นตามมาตรฐานใหเ้ร่ิม
ขั้นตอนการเลเซอร์ไดท้นัที 
 

 
การแกไ้ขท่ี 3 ขั้นตอนการตรวจวดัความลึกของรอยตดั วิธีการดงักล่าวไดท้  าการตรวจสอบ

ประจ าทุกวนัก่อนเร่ิมท างานในขั้นตอนเลเซอร์ จึงไดท้  าการปรับปรุงวิธีการท างานโดยใชห้ลกัการ 
ECRS ท าให้ง่าย (Simplify)  คือติดตั้งกลอ้งสโคปท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีเลเซอร์ท าการตรวจสอบความลึก
ของเลเซอร์แทนและตดัสินจากระยะความลึกดว้ยสายตา ตามวิธีการท่ีก าหนด  ดงัแสดงในตาราง 
4.6 เม่ือท าการปรับเปล่ียนความถ่ีในการตรวจสอบ และเปล่ียนวธีิการท างาน มีผลท าให้ขั้นตอนการ
น างานไปตรวจสอบความลึกของรอยตดัลดลง และระยะทางในการเดินทางไปตรวจสอบงานก็
ลดลงดว้ยดงัแสดงในแผนภูมิกระบวนการของขั้นตอนการน าแผ่นเวเฟอร์การตรวจสอบความลึก
ของรอยตดัหลงัการปรับปรุงแกไ้ขท่ี 3 ในภาพ  4.30 
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ตาราง  4.6 แนวทางการแกไ้ขและเทคนิคท่ีน ามาปรับปรุงขั้นตอนการเลเซอร์ (การแกไ้ขท่ี 3) 

ปัญหา 
เทคนิคและ
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการปรับปรุง 

แนวการแกไ้ข การปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนการ
ตรวจวดัความ
ลึกของรอย
ตดัท่ีใช้
เวลานาน 

 ปรับเปล่ียน 
(Rearrange)  
 
 

1.ปรับความถ่ีในการ 
ตรวจสอบ 
 
2.เปล่ียนแปลงวธีิการ
ท างาน 
 
 
 
 
 

1.เปล่ียนการตรวจสอบประจ าวนั
เป็นการตรวจสอบประจ าสัปดาห์
แทน 
2.1ใชก้ลอ้งสโคปขยายขนาด 40 
เท่าเป็นกลอ้งท่ีใชใ้นพื้นท่ี
ขั้นตอนการตรวจสอบลกัษณะ
ภายนอกซ่ึงอยูใ่นบริเวณท างาน
เดียวกนั มาท าการตรวจสอบ
ความลึกของเลเซอร์แทน 
2.2 ก าหนดวธีิการตรวจสอบ
ความลึกดว้ยสายตาในขั้นตอน
การท างานดงัภาพ 4.26 
 

 

 
 

ภาพ  4.26 วธีิการตรวจสอบความลึกดว้ยสายตา 
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การแก้ไขท่ี 4 การท างานในขั้นตอนการจดัแนวการตดัเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใช้ทกัษะของ

พนกังานในการจดัแผน่เวเฟอร์บน Jig คือ Work Die B เพื่อให้การตดัตรงแนวตามความตอ้งการ
โดยต าแหน่งการวางเวเฟอร์ทุกๆแผน่นั้นจะไม่มีก าหนดต าแหน่ง จึงท าให้การขยบัแผน่เวเฟอร์เพื่อ
หาเส้นแนวการตดัท่ีตอ้งการนั้นใชเ้วลานาน   ดงันั้นจึงท าการปรับปรุงโดยใชห้ลกัการ ECRS คือท า
ใหง่้าย (Simplify) ตามแนวทางการแกไ้ขในตาราง 4.7 คือการหาวิธีการหรืออุปกรณ์ช่วยเพื่อให้การ
จดัแนวไดง่้าย สะดวกและรวดเร็วข้ึน  และก าหนดให้การวางเวเฟอร์คือต าแหน่งรอยตดัของเวเฟอร์
ท่ีทางผูผ้ลิตเวเฟอร์ก าหนดมาท่ีขนาดเท่ากนัทุกชนิดในรุ่นของซีเอสวี จึงท าให้แนวการตดัอยู่ท่ี
ต  าแหน่งเดิมเสมอ ผลคือท าใหพ้นกังานท างานไดง่้ายและใชเ้วลาในการท างานรวดเร็วข้ึน ดงัแสดง 
เป็นแผนภูมิกระบวนการของขั้นตอนการจดัแนวการตดัหลงัการปรับปรุงแกไ้ขท่ี 4 ในภาพ 4.31 

 
ตาราง  4.7 แนวทางการแกไ้ขและเทคนิคท่ีน ามาปรับปรุงขั้นตอนการเลเซอร์ (การแกไ้ขท่ี 4) 

ปัญหา 
เทคนิคและ
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการปรับปรุง 

แนวการแกไ้ข การปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนการ
จดัแนวการ
ตดัท่ีนาน 

ท าใหง่้าย 
(Simplify)  
 

1.หาอุปกรณ์ช่วยล๊อค
ต าแหน่งการวางเวเฟอร์ 
 
 
 
2.ก าหนดการวางแผน่     
เวเฟอร์ท่ี Jig คือ  Work 
Die B 
 
 
 
 
 

1.เพิ่มอุปกรณ์โดยการใส่ Pin 
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 4 
มิลลิเมตรยดึบน Jig คือ Work  
Die  B ดงัแสดงในภาพ 4. 27 
 
2.ก าหนดใหก้ารวางเวเฟอร์คือน า
ต าแหน่งรอยตดัของเวเฟอร์ท่ีทาง
ผูผ้ลิตก าหนดมาให้ 
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ภาพ  4.27 อุปกรณ์ Work die B ก่อนและหลงัการปรับปรุง

ก่อนการปรั ปรุ  หล ัการปรั ปรุ  

Work Die A 

Work Die B 

วธีิการเดิม: 

พนกั านวา แผน่เวเฟอร ล บน Work Die 
โดยใชมื้อช่วยในการจดัเส้นรอยตดัท าใหก้าร
ขยบัแผน่เวเฟอร์เป็นอิสระต าแหน่งท่ี
เคร่ืองจกัรเซ็ตไม่แน่นอนพนกังานตอ้งใชเ้วลา
ท างานในขั้นตอนน้ีนานข้ึน 

 

 

วธีิการใหม่: 

ใช ้Pin ช่ว ล๊อคช่อ แผน่เวเฟอร เพื่อให้
ต าแหน่ ท่ีเคร่ือ  กัรเซ็ตไดต้ร ต าแหน่ เดิม
พนกั านสามารถข  ัแนวตดัท่ีต าแหน่ เดิม
เสมอท าใหก้ารท า านเร็วข้ึน 
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ร   ทา  (เมตร) เวลา (วินาที) ขั้นตอนท่ี ค  าอธิ า การท า าน

141 1 ตรว เช็คเคร่ือ  กัร 

507 2  นัทึกการตรว เช็ค

10 3 ห  ิแผน่เวเฟอร  ากสต๊อคตามแผนการผลิตก าหนด

304 4 ตรว สอ ชนิดหมา เลขล๊อต   านวน ตามแผนการผลิตก าหนด

168 5  นัทึกล ในเอกสารเช็คชีต

1 111 6 น าแผน่เวเฟอร มา ดัเตรี มท่ีพ้ืนท่ีรอเลเซอร 

20 7 เลือกโปรแกรมตามชนิดขอ เวเฟอร 

5 8 ห  ิแผน่เวเฟอร วา  น work die

6 9 กดเลือกปุ่ ม Center

5 10 กดเลือกปุ่ ม ALINE

16 11 กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้อ แผน่เวเฟอร ว่ิ เป็นเสน้ตร 

100 12  ดัแนวการตดั

20 13 กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้อ แผน่เวเฟอร ว่ิ เป็นเสน้ตร 

6 14 ฝาครอ เร่ิมปิด

2 15 กดเลือกปุ่ ม Start

84 16 เคร่ือ เร่ิมตดัช้ิน าน

11 180 17 น า านไปตรว สอ ก่อนเร่ิม านนอกพ้ืนท่ี

1,845 18 ตรว วดัความลึกขอ เลเซอร ด้ว กล้อ ไมโครสโคป

162 19  นัทึกผลการตรว วดัในเอกสาร

11 10 20 น า านหล ัตรว สอ กล ัไปท่ีกร  วนการเลเซอร 

4 21 ห  ิเทปแล้ว ติดท ั นแผน่เวเฟอร 

5 22 ใช้พฟัเช็ด นแผน่เวเฟอร 

 109 23 น า าน ากพ้ืนท่ีหล ัการตดัส่ ไปการเ รคก้ิ 

98 24  นัทึกผลการท า านใน lot control sheet

สญัลกั ณ 

 
 
ภาพ  4.28 แผนภูมิกระบวนการกระบวนการของขั้นตอนการตรวจเช็คเคร่ืองจกัรและการบนัทึกผล

หลงัการปรับปรุงแกไ้ขท่ี 1
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ร   ทา  (เมตร) เวลา (วินาที) ขั้นตอนท่ี ค  าอธิ า การท า าน

141 1 ตรว เช็คเคร่ือ  กัร 

507 2  นัทึกการตรว เช็ค

10 3 ห  ิแผน่เวเฟอร  ากสต๊อคตามแผนการผลิตก าหนด

304 4 ตรว สอ ชนิดหมา เลขล๊อต   านวน ตามแผนการผลิตก าหนด

168  นัทึกล ในเอกสารเช็คชีต

1 0 น าแผน่เวเฟอร มา ดัเตรี มท่ีพ้ืนท่ีรอเลเซอร 

20 6 เลือกโปรแกรมตามชนิดขอ เวเฟอร 

5 7 ห  ิแผน่เวเฟอร วา  น work die

6 8 กดเลือกปุ่ ม Center

5 9 กดเลือกปุ่ ม ALINE

16 10 กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้อ แผน่เวเฟอร ว่ิ เป็นเสน้ตร 

100 11  ดัแนวการตดั

20 12 กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้อ แผน่เวเฟอร ว่ิ เป็นเสน้ตร 

6 13 ฝาครอ เร่ิมปิด

2 14 กดเลือกปุ่ ม Start

84 15 เคร่ือ เร่ิมตดัช้ิน าน

11 180 16 น า านไปตรว สอ ก่อนเร่ิม านนอกพ้ืนท่ี

1,845 17 ตรว วดัความลึกขอ เลเซอร ด้ว กล้อ ไมโครสโคป

162 18  นัทึกผลการตรว วดัในเอกสาร

11 10 19 น า านหล ัตรว สอ กล ัไปท่ีกร  วนการเลเซอร 

4 20 ห  ิเทปแล้ว ติดท ั นแผน่เวเฟอร 

5 21 ใช้พฟัเช็ด นแผน่เวเฟอร 

 109 22 น า าน ากพ้ืนท่ีหล ัการตดัส่ ไปการเ รคก้ิ 

98 23  นัทึกผลการท า านใน lot control sheet

5

สญัลกั ณ 

 
 

ภาพ  4.29 แผนภูมิกระบวนการของขั้นตอนการน าแผน่เวเฟอร์มาจดัเตรียมท่ีพื้นท่ีรอเลเซอร์ 
หลงัการปรับปรุงแกไ้ขท่ี 2 
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ร   ทา  (เมตร) เวลา (วินาที) ขั้นตอนท่ี ค  าอธิ า การท า าน

141 1 ตรว เช็คเคร่ือ  กัร 

507 2  นัทึกการตรว เช็ค

10 3 ห  ิแผน่เวเฟอร  ากสต๊อคตามแผนการผลิตก าหนด

304 4 ตรว สอ ชนิดหมา เลขล๊อต   านวน ตามแผนการผลิตก าหนด

168  นัทึกล ในเอกสารเช็คชีต

1 0 น าแผน่เวเฟอร มา ดัเตรี มท่ีพ้ืนท่ีรอเลเซอร 

20 6 เลือกโปรแกรมตามชนิดขอ เวเฟอร 

5 7 ห  ิแผน่เวเฟอร วา  น work die

6 8 กดเลือกปุ่ ม Center

5 9 กดเลือกปุ่ ม ALINE

16 10 กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้อ แผน่เวเฟอร ว่ิ เป็นเสน้ตร 

100 11  ดัแนวการตดั

20 12 กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้อ แผน่เวเฟอร ว่ิ เป็นเสน้ตร 

6 13 ฝาครอ เร่ิมปิด

2 14 กดเลือกปุ่ ม Start

84 15 เคร่ือ เร่ิมตดัช้ิน าน

2 45 16 น า านไปตรว สอ ก่อนเร่ิม านนอกพ้ืนท่ี

461 17 ตรว วดัความลึกขอ เลเซอร ด้ว กล้อ ไมโครสโคป

41 18  นัทึกผลการตรว วดัในเอกสาร

2 3 19 น า านหล ัตรว สอ กล ัไปท่ีกร  วนการเลเซอร 

4 20 ห  ิเทปแล้ว ติดท ั นแผน่เวเฟอร 

5 21 ใช้พฟัเช็ด นแผน่เวเฟอร 

 109 22 น า าน ากพ้ืนท่ีหล ัการตดัส่ ไปการเ รคก้ิ 

98 23  นัทึกผลการท า านใน lot control sheet

5

สญัลกั ณ 

 
 
ภาพ  4.30 แผนภูมิกระบวนการของขั้นตอนการน าแผน่เวเฟอร์การตรวจสอบความลึกของรอยตดั

หลงัการปรับปรุงแกไ้ขท่ี 3 
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ร   ทา  (เมตร) เวลา (วินาที) ขั้นตอนท่ี ค  าอธิ า การท า าน

141 1 ตรว เช็คเคร่ือ  กัร 

507 2  นัทึกการตรว เช็ค

10 3 ห  ิแผน่เวเฟอร  ากสต๊อคตามแผนการผลิตก าหนด

304 4 ตรว สอ ชนิดหมา เลขล๊อต   านวน ตามแผนการผลิตก าหนด

168  นัทึกล ในเอกสารเช็คชีต

1 0 น าแผน่เวเฟอร มา ดัเตรี มท่ีพ้ืนท่ีรอเลเซอร 

20 6 เลือกโปรแกรมตามชนิดขอ เวเฟอร 

5 7 ห  ิแผน่เวเฟอร วา  น work die

6 8 กดเลือกปุ่ ม Center

5 9 กดเลือกปุ่ ม ALINE

16 10 กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้อ แผน่เวเฟอร ว่ิ เป็นเสน้ตร 

25 11  ดัแนวการตดั

20 12 กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้อ แผน่เวเฟอร ว่ิ เป็นเสน้ตร 

6 13 ฝาครอ เร่ิมปิด

2 14 กดเลือกปุ่ ม Start

84 15 เคร่ือ เร่ิมตดัช้ิน าน

2 45 16 น า านไปตรว สอ ก่อนเร่ิม านนอกพ้ืนท่ี

461 17 ตรว วดัความลึกขอ เลเซอร ด้ว กล้อ ไมโครสโคป

41 18  นัทึกผลการตรว วดัในเอกสาร

2 3 19 น า านหล ัตรว สอ กล ัไปท่ีกร  วนการเลเซอร 

4 20 ห  ิเทปแล้ว ติดท ั นแผน่เวเฟอร 

5 21 ใช้พฟัเช็ด นแผน่เวเฟอร 

 109 22 น า าน ากพ้ืนท่ีหล ัการตดัส่ ไปการเ รคก้ิ 

98 23  นัทึกผลการท า านใน lot control sheet

5

สญัลกั ณ 

 
 

ภาพ  4.31 แผนภูมิกระบวนการของขั้นตอนการจดัแนวการตดัหลงัการปรับปรุงแกไ้ขท่ี 4 
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4.8 เวลาในการท างานขั้นตอนการเลเซอร์ 
การหาจ านวนรอบเวลาหลงัการปรับปรุงจากการจบัเวลาขั้นตอนการเลเซอร์จ านวน 10 

คร้ังดงัตารางท่ี 4.8 ซ่ึงไดร้อบเวลาในขั้นตอนการเลเซอร์เฉล่ีย 2,084 วนิาที หรือ 35 นาที 
 
ตาราง  4.8  รอบเวลาขั้นตอนการเลเซอร์หลงัการปรับปรุง 

หน่วย : วนิาที 

เฉล่ียรอบเวลาเท่ากบั 2,084 วนิาที 
หน่วย : นาที 

เฉล่ียรอบเวลาเท่ากบั 35 นาที 
 

4.9 ข้ันตอนการสรุปผลการปรับปรุงการท างาน  
หลงัจากมีการด าเนินการปรับปรุงการผลิตผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบเวลาท่ีใช้ท างาน

มาตรฐานของการเลเซอร์แผน่ซิลิกอนชิพ รุ่นซีเอสว ีโดยสรุปหลงัการปรับปรุงงานไดด้งัน้ี 
4.9.1 สามารถลดรอบเวลาท างานเวลาลงจากเดิม 4,217 วินาที หรือ 70 นาที ให้เหลือเวลา 

2,084 วนิาที หรือ 35 นาที  ดงันั้นสามารถลดเวลาท างานลงได ้2,133 วินาที หรือ 35 นาที  ดงัแสดง
เป็นแผนภูมิกระบวนการของขั้นตอนการเลเซอร์สรุปก่อนและหลงัการปรับปรุง ในภาพ  4.32  และ 
แผนภูมิเวลาการเลเซอร์สรุปก่อนและหลงัการปรับปรุง ในภาพ  4.33   

4.9.2 สามารถลดขั้นตอนการท างานลง 1 ขั้นตอน ท าให้ขั้นตอนการท างานจากเดิมมี 24 
ขั้นตอนการท างานลดลงเหลือ 23 ขั้นตอนการท างาน ดงัแสดงในภาพ  4.34 

4.9.3 ในขั้นตอนการท างานเลเซอร์ไดผ้ลการผลิตต่อวนัเพิ่มข้ึนโดยสามารถเพิ่มการผลิต
สูงสุดต่อวนัจาก 1,800 แผ่นต่อวนัเป็น 2,748 แผ่นต่อวนั จึงเปรียบเทียบปริมาณการผลิตหลงัการ
แกไ้ขโดยใชแ้ผนภูมิแท่ง ดงัภาพ  4.35 

4.9.4 ในดา้นของผลผลิตสามารถเพิ่มข้ึนจากอตัราผลผลิตของกระบวนตดัแผน่ซิลิกอน 

รอบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

การ 

เลเซอร์ 
2,036 1,985 2,117 2,111 2,136 2,039 2,116 2,062 2,070 2,162 

รอบท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เวลาเฉล่ีย 

การเลเซอร์ 34 33 35 35 35 34 35 34 34 36 35 
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ชิพดว้ยเลเซอร์อยูท่ี่ 76.95 เปอร์เซ็นต์เพิ่มข้ึนเป็นอตัราผลิตท่ี 93.10 เปอร์เซ็นต์ หรือเพิ่มข้ึน 16.15 
เปอร์เซ็นตโ์ดยไดแ้สดงเป็นแผนภูมิเส้นตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2555 ดงัภาพท่ี 4.36 
และแสดงวธีิค านวณหาอตัราผลผลิตตามภาคผนวก ข 1 

4216.5

เวลาท่ีใชใ้น
วิธีการเดิม

การท า าน 1,767
การเคล่ือนท่ี 410
การตรว สอ 2,040
การรอคอ 0
การเก็ รัก า 0

23
4,217

ร   ทา  (เมตร)
เวลาก่อน   

ปรั ปรุ (วินาที)

เวลาหล ั

ปรั ปรุ (วินาที)
ขั้นตอนท่ี ค  าอธิ า การท า าน

195 141 1 ตรว เช็คเคร่ือ  กัร 

752 507 2  นัทึกการตรว เช็ค

10 10 3 ห  ิแผน่เวเฟอร  ากสต๊อคตามแผนการผลิตก าหนด

304 304 4 ตรว สอ ชนิดหมา เลขล๊อต   านวน ตามแผนการผลิตก าหนด

168 168  นัทึกล ในเอกสารเช็คชีต

111 0 น าแผน่เวเฟอร มา ดัเตรี มท่ีพ้ืนท่ีรอเลเซอร 

20 20 6 เลือกโปรแกรมตามชนิดขอ เวเฟอร 

5 5 7 ห  ิแผน่เวเฟอร วา  น work die

6 6 8 กดเลือกปุ่ ม Center

5 5 9 กดเลือกปุ่ ม ALINE

16 16 10 กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้อ แผน่เวเฟอร ว่ิ เป็นเสน้ตร 

100 25 11  ดัแนวการตดั

20 20 12 กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้อ แผน่เวเฟอร ว่ิ เป็นเสน้ตร 

6 6 13 ฝาครอ เร่ิมปิด

2 2 14 กดเลือกปุ่ ม Start

84 84 15 เคร่ือ เร่ิมตดัช้ิน าน

2 180 45 16 น า านไปตรว สอ ก่อนเร่ิม านนอกพ้ืนท่ี

1,845 461 17 ตรว วดัความลึกขอ เลเซอร ด้ว กล้อ ไมโครสโคป

162 41 18  นัทึกผลการตรว วดัในเอกสาร

2 10 3 19 น า านหล ัตรว สอ กล ัไปท่ีกร  วนการเลเซอร 

4 4 20 ห  ิเทปแล้ว ติดท ั นแผน่เวเฟอร 

5 5 21 ใช้พฟัเช็ด นแผน่เวเฟอร 

 109 109 22 น า าน ากพ้ืนท่ีหล ัการตดัส่ ไปการเ รคก้ิ 

98 98 23  นัทึกผลการท า านใน lot control sheet

5

เวลา (วินาที) 2,084

1,325
156
602

0

0
ร   ทา  (เมตร) 4

สรุปผล

สญัลกั ณ 

เวลาท่ีใชใ้น
วิธีการใหม่

 
 

ภาพ  4.32 แผนภูมิกระบวนการของขั้นตอนการเลเซอร์สรุปก่อนและหลงัการปรับปรุง 
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ค าอธิ า การท า าน เวลา (วินาที) 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400

ตรว เช็คเคร่ือ  กัร 141

 นัทึกการตรว เช็ค 507

ห  ิแผน่เวเฟอร  ากสต๊อคตามแผนการผลิตก าหนด 10

ตรว สอ ชนิดหมา เลขล๊อต   านวน ตามแผนการผลิตก าหนด 304

 นัทึกล ในเอกสารเช็คชีต 168

น าแผน่เวเฟอร มา ดัเตรี มท่ีพ้ืนท่ีรอเลเซอร 0

เลือกโปรแกรมตามชนิดขอ เวเฟอร 20

ห  ิแผน่เวเฟอร วา  น work die 5

กดเลือกปุ่ ม Center 6

กดเลือกปุ่ ม ALINE 5

กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้อ แผน่เวเฟอร ว่ิ เป็นเสน้ตร 16

 ดัแนวการตดั 25

กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้อ แผน่เวเฟอร ว่ิ เป็นเสน้ตร 20

ฝาครอ เร่ิมปิด 6

กดเลือกปุ่ ม Start 2

เคร่ือ เร่ิมตดัช้ิน าน 84

น า านไปตรว สอ ก่อนเร่ิม านนอกพ้ืนท่ี 45

ตรว วดัความลึกขอ เลเซอร ด้ว กล้อ ไมโครสโคป 461

 นัทึกผลการตรว วดัในเอกสาร 41

น า านหล ัตรว สอ กล ัไปท่ีกร  วนการเลเซอร 3

ห  ิเทปแล้ว ติดท ั นแผน่เวเฟอร 4

ใช้พฟัเช็ด นแผน่เวเฟอร 5

น า าน ากพ้ืนท่ีหล ัการตดัส่ ไปการเ รคก้ิ 109

 นัทึกผลการท า านใน lot control sheet 98

ก่อนปรั ปรุ หล ัปรั ปรุ  

 
ภาพ  4.33 แผนภูมิเวลาการเลเซอร์สรุปก่อนและหลงัการปรับปรุง 
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1 ตรวจเช็คเคร่ืองจกัร 1 ตรวจเช็คเคร่ืองจกัร 

2 บนัทึกการตรวจเช็ค 2 บนัทึกการตรวจเช็ค

3 หยบิแผน่เวเฟอร์จากสต๊อคตามแผนการผลิตก าหนด 3 หยบิแผน่เวเฟอร์จากสต๊อคตามแผนการผลิตก าหนด

4 ตรวจสอบชนิดหมายเลขล๊อต จ านวน ตามแผนการผลิตก าหนด 4 ตรวจสอบชนิดหมายเลขล๊อต จ านวน ตามแผนการผลิตก าหนด

5 บนัทึกลงในเอกสารเช็คชีต 5 บนัทึกลงในเอกสารเช็คชีต

6 น าแผน่เวเฟอร์มาจดัเตรียมท่ีพ้ืนท่ีรอเลเซอร์ 6 น าแผน่เวเฟอร์มาจดัเตรียมท่ีพ้ืนท่ีรอเลเซอร์

7 เลือกโปรแกรมตามชนิดของเวเฟอร์ 7 เลือกโปรแกรมตามชนิดของเวเฟอร์

8 หยบิแผน่เวเฟอร์วางบน work die 8 หยบิแผน่เวเฟอร์วางบน work die

9 กดเลือกปุ่ ม Center 9 กดเลือกปุ่ ม Center

10 กดเลือกปุ่ ม ALINE 10 กดเลือกปุ่ ม ALINE

11 กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้องแผน่เวเฟอร์ว่ิงเป็นเสน้ตรง 11 กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้องแผน่เวเฟอร์ว่ิงเป็นเสน้ตรง

12 จดัแนวการตดั 12 จดัแนวการตดั

13 กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้องแผน่เวเฟอร์ว่ิงเป็นเสน้ตรง 13 กดเลือกปุ่ ม Ө Axis ALINE ใหร่้องแผน่เวเฟอร์ว่ิงเป็นเสน้ตรง

14 ฝาครอบเร่ิมปิด 14 ฝาครอบเร่ิมปิด

15 กดเลือกปุ่ ม Start 15 กดเลือกปุ่ ม Start

16 เคร่ืองเร่ิมตดัช้ินงาน เคร่ืองเร่ิมตดัช้ินงาน

17 น างานไปตรวจสอบก่อนเร่ิมงานนอกพ้ืนท่ี น างานไปตรวจสอบก่อนเร่ิมงานนอกพ้ืนท่ี

18 ตรวจวดัความลึกของเลเซอร์ด้วยกล้องไมโครสโคป 17 ตรวจวดัความลึกของเลเซอร์ด้วยกล้องไมโครสโคป

19 บนัทึกผลการตรวจวดัในเอกสาร 18 บนัทึกผลการตรวจวดัในเอกสาร

20 น างานหลงัตรวจสอบกลบัไปท่ีกระบวนการเลเซอร์ 19 น างานหลงัตรวจสอบกลบัไปท่ีกระบวนการเลเซอร์

21 หยบิเทปแล้ว ติดทบับนแผน่เวเฟอร์ 20 หยบิเทปแล้ว ติดทบับนแผน่เวเฟอร์

22 ใช้พฟัเช็ดบนแผน่เวเฟอร์ 21 ใช้พฟัเช็ดบนแผน่เวเฟอร์

23 น างานจากพ้ืนท่ีหลงัการตดัส่งไปการเบรคก้ิง 22 น างานจากพ้ืนท่ีหลงัการตดัส่งไปการเบรคก้ิง

24 บนัทึกผลการท างานใน lot control sheet 23 บนัทึกผลการท างานใน lot control sheet

รวม 24 ขั้นตอน รวม 23 ขั้นตอน

16

ค าอธิบายการท างานล าดบัท่ี

ขั้นตอนการท างานก่อนปรับปรุง ขั้นตอนการท างานหลงัปรับปรุง

ล าดบัท่ี ค  าอธิบายการท างาน

 
 

ภาพ  4.34 จ  านวนขั้นตอนการท างานก่อน และหลงัการปรับปรุง 
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ปริมาณการผลิตต่อวนั

2,748
3,000

2,705

500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500

เลเซอร ตรว สอ ลัก ณ  า นอก ปร กอ  าน

(แผ่น)

 
ภาพ  4.35  แผนภูมิแท่งปริมาณการผลิตในแต่ละกระบวนการหลงัการปรับปรุง 

 
 
 

 
 

ภาพ  4.36  แผนภูมิเส้นแสดงอตัราผลผลิต ก่อน และหลงัการปรับปรุง 
 
 

หล ัการปรั ปรุ  
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4.10 การก าหนดมาตรฐานในการท างาน 
จากการศึกษาการท างานในกระบวนการทั้งหมดและมีการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน

เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานอยา่งต่อเน่ืองผูว้ิจยัจึงไดร่้วมกบัผูจ้ดัการแผนก เลเซอร์ 
ท าการจดัท ามาตรฐานการท างานให้พนกังานได้ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งจึงไดมี้การด าเนินการ
ดงัน้ี 

4.10.1 ก าหนดวธีิการตรวจสอบความลึกของรอยเลเซอร์ท่ีตดับนแผน่เวเฟอร์ ในคู่มือ
ขั้นตอนการท างานวธีิการปฏิบติังาน LASER CUT (WI-PRD3-0006) ดงัแสดงในภาพ 4.37 

4.10.2 แกไ้ขรูปแบบเอกสารการตรวจเช็คเคร่ืองจกัรก่อนเร่ิมงาน โดยไดท้บทวนลดจุด
ตรวจสอบในเอกสาร Machine Check Sheet ดงัแสดงในรูปภาพ  4.38 
 

 
 

ภาพ  4.37  ขั้นตอนการตรวจสอบความลึกของรอยตดั 
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ภาพ  4.38  เอกสารการตรวจเช็คเคร่ืองจกัรก่อนเร่ิมงาน 
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4.11 ผลทางต้นทุน 

การด าเนินการในดา้นการสั่งซ้ืออุปกรณ์ในการสนบัสนบัสนุนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายจาก
การใส่อุปกรณ์ Pin เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการท างานในขั้นตอนการจดัแนวตดัซ่ึงมีค่าใช้จ่ายท่ี 
3,250.00 บาท หลงัจากท่ีมีการปรับปรุงแลว้ไดผ้ลประโยชน์ทางดา้นเวลาท่ีลดลงรวมถึงผลผลิตท่ี
เพิ่มข้ึนท าใหผ้ลในรูปเงินอยูท่ี่ 5,112.44  บาทต่อเดือน ดงันั้นระยะคืนทุนคือ 0.6 เดือน 


